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１．概要（Summary） 

基板を微細加工して機能的付加価値を賦与することを

研究するため、熱ナノインプリントにおける気泡欠陥と、そ

の対策方法の検討を京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

のナノインプリントシステムを利用して行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ナノインプリントシステム 

 

【実験方法】 

予め、基板に熱可塑性樹脂を成膜し、本支援機関のナ

ノインプリントシステムで熱ナノインプリントした。賦形され

た形状は自社で SEM 観察した。基板への成膜厚さは

0.4 μmおよび 0.23 μm とした。モールドの材質はニッケ

ルとし、パターン形状はピラー、直径 Φ2 μm、高さ 0.5 

μm、ピッチ 5 μm の正方配列を使用した。成形温度は

140℃、圧力は 5 MPa、保持時間は 180 秒とした。この

ときの材料配置を Fig. 1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板への成膜厚さを 0.4 μm、0.23 μm として賦形され

た形状をそれぞれ Fig. 2、Fig. 3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成膜厚さが 0.4 μmの場合には賦形されたホールの間

に気泡が発生し、気泡下の膜厚が非常に薄くなった。一

方、0.23 μm とした場合には気泡は発生せず、良好な賦

形が得られた。モールドの凹部に空隙が均一に分布する

状況で賦形されたものと考えられる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 
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電子情報通信学会, 2014. 
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Fig. 1 Material arrangement. 

Fig. 2 SEM image at film thickness of 0.4 μm. 
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Fig. 3 SEM image at film thickness of 0.23 μm 

resin. 


